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内容概要

　　《orcad和pads
layout电路设计与实践》是一本电子线路cad技术指导书，包括利用orcad软件绘制电路原理图和利
用pads
layout软件设计pcb两方面内容。
《orcad和pads
layout电路设计与实践》遵循循序渐进的思维方式编排内容，按照“创建元件库和元件→绘制电路原
理图→后续处理”的顺序介绍利用orcad软件绘制电路原理图，按照“创建元件库和制作pcb封装→布
局→布线→设计检查和cam输出”的顺序介绍利用pads
layout软件设计pcb，力求使读者花最少的时间和精力掌握这两方面知识的基本方法与技巧。

　　《orcad和pads
layout电路设计与实践》既可作为高等院校电子、电气、通信、计算机等专业和相关专业的教材，也
可作为工程技术人员的参考书。
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章节摘录

版权页：插图：1.减成法这类方法通常先用光化学法或丝网漏印法或电镀法在敷铜箔板的铜表面上，
将一定的电路图形转移上去，这些图形都由一定的抗蚀材料所组成，然后再用化学腐蚀的方法，将不
需要的部分图形蚀刻掉，留下所需的电路图形。
减成法具体又分为以下几种工艺。
（1）光化学蚀刻工艺。
该工艺是在洁净的覆铜板上均匀地涂布一层感光胶或粘贴光致抗蚀干膜，通过照像底版曝光、显影、
固膜、蚀刻获得电路图形。
将膜去掉后，经过必要的机械加工，最后进行表面涂敷，印刷文字、符号成为成品。
这种工艺的特点是图形精度高、生产周期短，适于小批量、多品种生产。
（2）丝网漏印蚀刻工艺。
该工艺是将事先制好、具有所需电路图形的膜板置于洁净的覆铜板的铜表面上，用刮刀将抗蚀材料漏
印在铜箔表面上，获得印料图形，干燥后进行化学蚀刻，除去无印料掩盖的裸铜部分之后去除印料，
即为所需电路图形。
这种方法可以进行大规模机械化生产，产量大、成本低，但精度不如光化学蚀刻工艺。
（3）图形电镀蚀刻工艺。
图形转移用的感光膜为抗蚀干膜，其工艺流程如下：下料-钻孔-孔金属化-预电镀铜-图形转移-图形电
镀-去膜-蚀刻-电镀插头-热熔-外形加工-检测-网印阻焊剂-网印文字符号这种工艺现在已经成为双面板
制造的典型工艺，所以又称为“标准法”。
（4）全板电镀掩蔽法。
该工艺与“图形电镀蚀刻工艺”类似，主要差别是：这种方法使用一种性能特殊的掩蔽干膜（性软而
厚），将孔和图形掩盖起来，蚀刻时作抗蚀膜用。
其工艺流程如下：下料-钻孔-孔金属化-全板电镀铜-贴光敏掩蔽干膜-图形转移-蚀刻-去膜-电镀插头-外
形加工-检测-网印阻焊剂-焊料涂敷-网印文字符号（5）超薄铜箔快速蚀刻工艺。
该工艺又称“差分蚀刻工艺”。
该工艺使用超薄铜箔的层压板，主要工艺与图形电镀蚀刻工艺相似。
只是在图形电镀铜后，电路图形部分和孔壁金属铜的厚度约为30gm以上，而非电路图形部分的铜箔仍
为超薄铜箔的厚度（5gin）。
对它进行快速蚀刻，5gm厚的非电路部分被蚀刻，仅留下有少量腐蚀的电路图形部分。
这种方法可以制得高精度、高密度的印制板，是有希望和有前途的一种新型工艺技术。
2.加成法（1）全加成工艺。
该工艺也称CC-4法。
它完全用化学镀铜形成电路图形和孔金属化互连，其工艺如下：催化性层压板下料-涂催化性黏结剂-
钻孔-清洗-负相图形转移-粗化-化学镀铜（后面的处理与减成法相同）-去膜-电镀插头-外形加工-检测-
网印阻焊剂-焊料涂敷-网印文字符号（2）半加成法。
这种工艺方法是使用催化性层压板或非催化性层压板，钻孔后用化学镀铜工艺使孔壁和板面沉积一层
薄金属铜（约5.am以上），然后负相图形转移，进行图形电镀铜加厚（有时也可镀sn-Pb合金），去掉
抗蚀膜后进行快速蚀刻，非图形部分5I.tm的铜层迅速被蚀刻掉，留下图形部分（包括孔）就是被金属
化了的印制板。
这种方法将电镀加成与快速蚀刻相结合，所以又称为“半加成法”。
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